SPIN COATER 技術資料
隨著半導體元件的關鍵尺寸愈來愈小及導線層數的急遽增加，相對的使金屬導線線寬縮小，積集度上升，使得導體連線系統中的電阻及電容所造成的電阻/電容時間延遲(RC Time Delay)，會影響整體電路的操作速度。為了降低內連線系統的訊號延遲時間，半導體業研究在金屬導線間的介電絕緣層採用低介電常數的材料(k＜3.0)，來取代傳統所使用的二氧化矽(k≒3.9)，以降低電容方面的延遲。LOW K材料依沈積方式可使用旋轉式塗佈沈積法(Spin on Deposition；SOD)
旋塗式沈積法是將LOW K材料的單體物質(Monomer)溶解於特定的有機化學溶劑(Solvent)中，以形成化學溶液(Chemical Solution)後，再將此低介電層溶液滴到旋塗機(Spin-Coater)內的晶片上，並利用旋塗機加速旋轉時所產生的離心力，將低介電層溶液均勻散佈在整個晶片的表面，以完成薄膜塗佈的動作。接著進行一系列烘烤步驟驅離薄膜中的溶劑，並使單體產生的相互交鏈反應(Cross-Linking)，以增強低介電層的機械強度。
優點:為填洞能力佳，可達局部平坦化(Local Planarization)，製程設備便宜。
缺點:為薄膜中易含有機溶液物質，本身的釋氣會造成介質窗的毒化(Via Poisoning)和剝離。
參考資料: 半導體製程.第四版.peter van zant著, 姜庭隆譯 李佩雯校閱

